tesa HAF® 8440
HS

Informacja O Produkcie \ "

40 pm przezroczysta tasma montazowa HAF

Opis produktu

Cechy

« Niezawodne taczenie modutu chipowego

. Odpowiednia do kart PVC, ABS i PC

- Dobra obrébka na wszystkich popularnych liniach implantacyjnych
« Dobra odpornos¢ na starzenie

« Niewidoczna po zamontowaniu w karcie

Zastosowania

tesa HAF® 8440 jest specjalnie zaprojektowana do osadzania modutéw chipowych w kartach inteligentnych.

Informacje techniczne (wartosci usrednione)

Wartosci w tej sekcji nalezy traktowac wytacznie jako reprezentatywne lub pogladowe i nie nalezy ich uzywac do celéw
specyfikacji.

Budowa produktu

« Materiat nosnika brak - typ paska zabezpieczajacego papier powlekany
« typ substancji klejacej kopoliamid « grubosc catkowita 40 pm

Wiasciwosci / Dane dotyczace wydajnosci

. sitatagczenia 12 N/mm?

Dodatkowe informacje

Zalecenia techniczne:
Ponizsze wartosci sa rekomendowanymi parametrami maszynowymi na poczatek. Prosze pamietac, ze optymalne

parametry silnie zaleza od typu maszyny, konkretnych materiatdw korpusu kart i modutéw chipowych, jak rowniez
wymagan klienta.

1. Przed-laminacja:

Podczas przed-laminacji tasma klejaca jest naklejana na tasme modutowa. Ten etap moze by¢ wykonywany inline lub
offline. Przed-laminacja nie wptywa na okres przydatnosci tasmy klejacej do uzycia.
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Dodatkowe informacje

Ustawienia maszyny:

. Temperatura: 130-140 °C
. Cisnienie: 2-3 bar
« Czas: 2,5 m/min

2. Osadzanie modutu:

Podczas osadzania modutu, przed-laminowane moduty sa wycinane z tasmy modutowej, pozycjonowane w otworze
karty oraz trwale taczone z obudowa karty za pomoca ciepta i nacisku. W tym etapie doktadny sposdb obstugi zalezy od
rodzaju uzywanej linii implantacyjnej. Uzywa¢ mozna trybu jednoetapowego lub wieloetapowego. Obecnie powszechnie
stosuje sie tryb wieloetapowy:

Proces jednoetapowy — ustawienia maszyny:

« Temperatura® 180-220 °C
- Cisnienie: 65-75 N/modut
« Czas:1,5s

Proces wieloetapowy (2 lub wiecej stempli grzewczych) — ustawienia maszyny:

« Temperatura® 180-220 °C
- Cisnienie: 65-75 N/modut
o Czas:2x0,7s/3x0,5s

' Temperatura mierzona wewnatrz stempla grzewczego. Inne ustawienia temperatury sa zalecane dla réznych materiatéw
kart:

*PVC: 180-190 °C
*ABS: 180-190 °C

*PC: 200-220 °C

Dla aplikacji innych niz implantacja modutéw chipowych nalezy stosowac inne parametry maszynowe.
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Dodatkowe informacje

Wartosci wytrzymatosci potaczenia uzyskano w standardowych warunkach laboratoryjnych. Wartosc ta jest gwarantowana
granica kontrolowana przy kazdej partii produkcyjnej (Materiat: probka testowa z trawionego aluminium / Warunki klejenia:
temperatura =120 °C; cisnienie = 10 bar; czas = 8 min)

Warunki przechowywania zgodnie z koncepcjag okresu trwatosci tesa HAF®.

Klauzula

W ciezkich warunkach eksploatacyjnych, produkty tesa® stale dowodza swej imponujacej jakosci. Ponadto, produkty te
regularnie poddawane sa rygorystycznej kontroli jakosci. Wszystkie podane wyzej techniczne informacje i zalecenia oparte
sg na naszej najlepszej w tym wzgledzie wiedzy i praktycznym doswiadczeniu. Powinny one byc¢ rozpatrywane jako srednie
wartosci i nie powinny by¢ traktowane jako odpowiednie do specyfikacji. Dlatego tez tesa SE nie moze dac rekojmi, czy to
wyraznej czy domysinej. W kazdym konkretnym przypadku to uzytkownik ponosi odpowiedzialnosc za ustalenie zdatnosci
danego produktu tesa® co do celu, jak i przyjetej przez niego metody naktadania. W wypadku jakichkolwiek watpliwosci
prosimy zasiegnac porady w naszym dziale Pomocy Technicznej.
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